
Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia 
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej 
przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych 
w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania 
z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.
Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) 
również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania 
z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.
Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką 
ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju
(ok. 1  do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy 
większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż 
jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć 
minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.
Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy 
użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).
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SYSTEM Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  WZMOCNIONĄ

(W  STREFIE  DO  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

SYSTEM Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  STANDARDOWĄ
(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

łącznik izolaji termicznej

ściana zewnętrzna 

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej 
lub zaprawy klejowej 

płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z włókna szklanego

warstwa zaprawy 
klejowo-szpachlowej 
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lub zaprawy klejowej 

płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
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siatka z włókna szklanego 

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
    - podkład tynkarski 
    - tynk akrylowy 
b) mineralna :
    - podkład tynkarski
    - tynk mineralny
    - farba silikonowa 
c) silikatowa :
    - podkład tynkarski 
    - tynk silikatowy 
d) silikonowa:
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy 

Przekrój  przez  system  ociepleniowy z  wykorzystaniem  
płyt  styropianowych.

warstwa zaprawy 
klejowo-szpachlowej 
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